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修订人：戴燕凤

审 核：杜勤英

日 期：2026 年 6 月 2 日

适用于 3 年制微电子技术与器件制造专业

经学校党委会及校长办公会研究通过，于 2026 级开始实施
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1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺

应电子器件制造行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模

式下集成电路制造、半导体器件生产等岗位（群）的新要求，不断满足电子器件制造行业

高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培

养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制

订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本

依据。本标准落实中职基础性定位，推动多样化发展，是全国中等职业教育微电子技术与

器件制造专业教学的基本标准，学校结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制

订本校微电子技术与器件制造专业人才培养方案，办出水平，办出特色。

2 专业名称（专业代码）
微电子技术与器件制造（710401）

3 入学基本要求
初级中等学校毕业或具备同等学力

4 基本修业年限
三年

5 职业面向

所属专业大类（代码） 电子与信息大类（71）

所属专业类（代码） 集成电路类（7104）

对应行业（代码） 电子器件制造（397）

主要职业类别（代码）

半导体材料制备人员（6-17-08）、电子元件制造人员（6-25-01）、

电子器件制造人员（6-25-02）、集成电路工程技术人员（2-02-38-09）

主要岗位（群）或技术领域 芯片制造和封装工艺作业员、芯片质量管控员、芯片测试检验员、

设备维护员……

职业类证书
集成电路开发与测试、 集成电路装调、电子元器件检验、半导体芯片制

造……
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6 培养目标
本专业坚守为党育人、为国育才初心使命，全面落实立德树人根本任务，以践行社

会主义核心价值观为引领，聚焦半导体与集成电路产业人才培养需求，培养德智体美劳全

面发展的高素质社会主义建设者和可靠接班人。本专业着力培育学生良好的人文素养、科

学素养、数字素养与崇高职业道德，厚植爱岗敬业的职业精神、精益求精的工匠精神与守

正创新的时代精神。学生具备扎实的文化基础知识、持续自主学习能力、良好的创新思维

与较强的就业创业能力，熟练掌握半导体材料制备、电子器件制造、集成电路设计、芯片

封装测试等本专业核心理论知识与实操技术技能，具备过硬的职业综合素质、岗位适配能

力与实践行动能力。 专业面向电子器件制造、集成电路产业，适配半导体材料制备人员、

电子元件制造人员、电子器件制造人员、芯片制造、芯片封装与测试等一线职业岗位，能

够熟练从事半导体器件生产制备、集成电路芯片制造、芯片封装、芯片测试及相关生产运

维、工艺优化等技术工作，深耕国家半导体产业建设，助力国产芯片产业突破发展，培养

政治合格、品德优良、技术精湛、勇于担当，服务国家战略性新兴产业发展的高素质技术

技能人才。

7 培养规格

本专业学生全面提升知识、能力、素质，筑牢科学文化知识和专业类通用技术技能基

础，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上

须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色

社会 主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情

感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境

保护、 安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职

业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、历史、数学、外语（英语等）、

信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意

识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电路分析、模/数电等电路电子技术专业理论知识、晶体管和集成电路制造

生产的基本原理及技术；能够理解芯片制备的工艺原理，生产方面的专业基础理论知识；

（6）掌握半导体器件、集成电路芯片生产相关技术技能，具备分析和解决生产中常

见的实际工艺问题的能力；

（7）掌握半导体器件和集成电路芯片封装生产的技术和方法，具备使用相关设备实

现芯片贴装、键合、封装等工艺的能力；

（8）掌握半导体器件和集成电路芯片测试分析的方法，具有使用仪器、设备检测、

筛选半导体器件和集成电路芯片的能力；

（9）了解在半导体器件和集成电路芯片制造、封装和测试过程中所用的试剂、溶液、

气体等材料，具备正确使用这些材料的能力；

（10）掌握电子元件组装的技术技能，具备正确识别、组装 SMT 元件的能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的基本数字

技能；
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（12）具有终身学习和可持续发展的能力，具有一定的分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，养成良好的运动习惯、

卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术

特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳

动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时

代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

课程设置包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

公共基础课程按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

把思想政治、语文、历史、数学、物理、英语、信息技术基础、体育与健康、公共艺

术、养成教育课等列为公共基础课程。

序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

1

A0000001146

中国特色社会主

义

立足立德树人根本任务，引导学生

认同中国特色社会主义道路、理论、

制度与文化，践行社会主义核心价

值观。明晰国家发展历程与时代使

命，树立家国情怀与民族自信。认

清时代发展大势，坚定理想信念，

自觉拥护党的领导，厚植爱国爱党

爱人民情怀。锤炼责任担当，立志

成长为堪当时代重任、服务国家社

会发展的合格青年。

主要讲授我国发展成就、基本国情、

发展阶段与奋斗目标，阐释中国特色

社会主义内涵、本质优势与时代价

值。学习党的理论方针、国家大政方

针及新时代使命任务。要求学生读懂

国家发展逻辑，自觉拥护国家制度与

发展道路，增强民族自豪感与认同

感。树立正确国家观、历史观，将个

人理想融入国家发展，自觉践行时代

责任。

40

2

A0000001143

心理健康与职业

生涯

培育学生健康心理品质，塑造健全

人格，掌握情绪调节、人际交往、

挫折应对方法。引导正确认识自我，

客观定位自身优势短板，树立积极

乐观心态。科学规划职业生涯，明

晰职业方向与成长路径，涵养敬业

自律素养。提升心理调适与社会适

应能力，树立正确择业就业观，以

良好身心状态应对学习生活与职业

发展挑战。

涵盖自我认知、情绪管理、人际沟通、

压力疏导、挫折教育及职业认知、职

业规划、就业素养等内容。学习心理

调适技巧，掌握相处沟通方式，化解

心理困惑。了解行业岗位特点、职业

规范与从业要求，学会制定个人成长

与职业规划。要求学生正视身心变

化，稳定心态，找准发展定位，具备

适配岗位的心理素质与职业规划能

力。

40

3
A0000001144

哲学与人生

讲授唯物论、辩证法、认识论基础原

理，结合生活、成长、职业实例解读
60
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传授基础哲学常识，帮助学生树立

科学世界观、人生观与价值观。学

会运用辩证思维看待事物、分析问

题，理性应对人生抉择。感悟人生

价值与生命意义，摒弃消极思想，

涵养积极进取的人生态度。依托哲

学智慧启迪心智，明辨是非对错，

规范言行举止，树立正向人生追求，

踏实走好成长与职业人生道路。

哲学道理。探讨理想信念、人生价值、

顺逆境遇、知行合一等人生课题。要

求学生掌握基础思维方法，客观看待

得失成败，理性规划人生。学会用哲

学思维解决实际问题，坚守做人准

则，提升思想认知，塑造明理向善、

务实奋进的人生品格。

4
A0000001145

职业道德与法治

强化学生职业道德修养与法治观

念，恪守行业职业准则，传承爱岗

敬业、诚实守信、精益求精工匠精

神。熟知基础法律常识与从业相关

法规，树立尊法守法用法意识。规

范职业言行与日常行为，坚守道德

底线与法律红线。提升职业操守与

法治素养，自觉依法依规从业，成

长为崇德守法、品行端正的技能型

从业者。

包含职业道德规范、职业礼仪、从业

品德、工匠精神培育，以及宪法、民

法、劳动法、治安法规等基础法律知

识。结合岗位案例剖析道德失范、违

法违规危害。要求学生严守职业操

守，恪守诚信敬业准则，明晰法律权

责边界。自觉约束自身行为，杜绝违

规违纪行为，做到以德立身、以法行

事，符合岗位从业道德与法律要求。

80

5
A0000001130

语文

本课程立足立德树人根本任务，贴

合中职学生成长与职业发展特点，

聚焦实用型语文能力培养，提升学

生阅读理解、口语交际、应用文写

作核心素养。引导学生积累基础语

言知识，品读经典文化作品，传承

中华优秀传统文化，培育良好人文

素养与审美情操。着重培养学生规

范表达、文书撰写、职场沟通能力，

纠正语言表达陋习，夯实职业语文

基础，塑造优良品格，助力中职学

生适配日常学习、岗位实操及终身

发展需求。

本课程针对中职生学情特点，弱化深

奥理论，聚焦实用语文技能教学，主

要讲授现代文基础阅读、浅显文言

文、短篇文学鉴赏、职场应用文写作、

日常及岗位口语交际等内容。重点开

展通知、总结、简历、工作报告等职

业常用文体训练。要求学生掌握基础

阅读与文字处理方法，能规范完成常

用文书撰写，具备岗位必备的沟通表

达、文本整理能力，积累文化底蕴，

养成规范严谨的职业素养，适配中职

学习及未来岗位工作需求。

280

6
A0000001110

数学

本课程立足中职教育育人目标，贴

合中职生认知规律，弱化复杂理论

推导，侧重实用数学知识与技能培

养。帮助学生掌握中职必备的基础

数学知识、简易运算方法与基础逻

辑思维，重点培养数据运算、数据

分析、逻辑判断能力。结合对应专

业岗位实操场景，训练实用数理应

用能力，纠正数学学习陋习，夯实

专业学习数理基础，培养严谨务实

本课程适配中职生学习特点，删减复

杂难点内容，聚焦实用性、专业性数

理教学，主要讲授集合、函数、不等

式、概率统计等适配中职专业的基础

内容，侧重岗位常用数据计算、统计

分析、基础数理实操训练。要求学生

掌握基础公式与简易运算方法，摒弃

繁琐解题思路，具备基础数据处理、

逻辑分析能力。能够结合专业岗位运

用数学知识解决实操问题，养成严谨

240
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的职业品质，助力学生运用数学知

识解决学习及岗位中的简单实际问

题。

细致的工作习惯，满足中职专业学习

和岗位基础工作需求。

7
A0000001120

英语

本课程适配中职生学习特点，删减

复杂难点内容，聚焦实用性、专业

性数理教学，主要讲授集合、函数、

不等式、概率统计等适配中职专业

的基础内容，侧重岗位常用数据计

算、统计分析、基础数理实操训练。

要求学生掌握基础公式与简易运算

方法，摒弃繁琐解题思路，具备基

础数据处理、逻辑分析能力。能够

结合专业岗位运用数学知识解决实

操问题，养成严谨细致的工作习惯，

满足中职专业学习和岗位基础工作

需求。

本课程适配中职生学习特点，删减复

杂难点内容，聚焦实用性、专业性数

理教学，主要讲授集合、函数、不等

式、概率统计等适配中职专业的基础

内容，侧重岗位常用数据计算、统计

分析、基础数理实操训练。要求学生

掌握基础公式与简易运算方法，摒弃

繁琐解题思路，具备基础数据处理、

逻辑分析能力。能够结合专业岗位运

用数学知识解决实操问题，养成严谨

细致的工作习惯，满足中职专业学习

和岗位基础工作需求。

240

8
A0000001148

信息技术基础

本课程贴合中职生数字化学习需求

和岗位实操特点，聚焦实用信息技

术技能培养，培育学生良好数字素

养与职业信息素养。帮助学生熟练

掌握计算机基础操作、常用办公软

件实操技能，具备信息获取、筛选、

整理、安全处理的基础能力。树立

规范合规、安全保密的数字化职业

理念，培养实操能力与创新意识，

能独立解决学习和岗位中的基础信

息化问题，为中职专业学习、实训

操作和未来数字化岗位工作筑牢技

能根基。

本课程立足中职教育实操导向，适配

中职生学习特点，主要讲授计算机基

础、系统操作、办公软件实操、网络

基础、信息处理与网络安全等实用内

容，重点强化文档编辑、数据统计、

表格制作、演示文稿设计等岗位刚需

技能。以实操实训为主要教学形式，

要求学生熟练掌握办公数字化操作

技能，独立完成日常学习和职场基础

信息化工作，树立网络安全与信息保

密意识，养成规范严谨的实操习惯，

适配中职岗位数字化工作需求。

120

9
A0000001140

体育与健康

本课程坚持健康第一的教育理念，

贴合中职生身心发展特点与职业岗

位体能需求，落实五育并举。通过

体育教学与健康科普，增强中职学

生体质，改善身心状态，提升环境

适应与抗压能力。传授简易运动技

能、科学健身和职业健康保健知识，

培养学生终身锻炼的意识。锤炼中

职学生吃苦耐劳、团结协作、顽强

拼搏的职业品质，涵养规则意识与

体育精神，帮助学生养成健康作息

本课程结合中职生身心特点和职业

体能需求，主要开展田径、球类、基

础体能等实用性体育项目教学，同步

讲授职业健康防护、运动保健、损伤

预防、心理健康调适、体质管理等知

识。以趣味实训、集体锻炼、竞赛活

动为主要形式，全方位提升学生力

量、耐力、协调性等基础体能。要求

学生掌握科学健身方法与基础运动

技能，自觉坚持体育锻炼，遵守规则、

善于协作，养成健康职业体魄与良好

200
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与运动习惯，为实训学习、岗位劳

作和长远职业发展提供身心保障。

心态，适配中职实训及未来岗位体能

劳作需求。

10
A0000001002

养成教育课

树立正确三观，爱国守法、诚信友

善，热爱电子信息行业，坚定技能

成才、技能报国信念；养成敬业负

责、规范严谨、安全守纪、协作奉

献的职业品质；提升自我管理、沟

通合作、安全防护、质量意识、学

习创新与职场适应能力，促进德、

素、技协同发展。

开展理想信念、品德法治教育，做到

文明自律、遵规守法；认知行业岗位，

树立职业自信，培育爱岗敬业、精益

求精的职业态度；恪守职业道德，严

守操作、质量与保密要求；规范言行

礼仪，养成良好实训与生活习惯；强

化安全实训教育，筑牢安全意识；提

升团队协作与沟通表达能力；弘扬工

匠精神，增强学习与抗压能力；做好

生涯规划，掌握求职职场技能，顺利

实现角色转变。

100

11
A0000001147

历史

落实立德树人的根本任务，使学生

通过历史课程的学习，掌握必备的

历史知识，形成历史学科核心素

养 。

1.了解唯物史观的基本观点和方

法；

2.知道特定的史事是与特定的时间

和空间相联系的；

3.知道史料是通向历史认识的桥

梁；

4.能够依据史实与史料对史事表达

自己的看法；

5.树立正确的国家观，增强对祖国

的认同感。

中等职业学校历史课程是各专业学

生必修的公共基础课程。本课程的任

务是在义务教育历史课程的基础上，

以唯物史观为指导，促进中等职业学

校学生进一步了解人类社会形态从

低级到高级发展的基本脉络、基本规

律和优秀文化成果；从历史的角度了

解和思考人与人、人与社会、人与自

然的关系，增强历史使命感和社会责

任感；进一步弘扬以爱国主义为核心

的民族精神和以改革创新为核心的

时代精神，培育和践行社会主义核心

价值观；树立正确的历史观、民族观、

国家观和文化观；塑造健全的人格，

养成职业精神，培养德智体美劳全面

发展的社会主义建设者和接班人。

80

12

A0000001150

习近平新时代中

国特色社会主义

思想学生读本

理解习近平新时代中国特色社会主

义思想的核心要义、精神实质、丰

富内涵和实践要求。

1. 通过学习和实践，不断提高自

己的政治素养、思想道德素质和科

学文化素质;

增强对中国特色社会主义的道路自

信、理论自信、制度自信和文化自

信。

3.自觉践行社会主义核心价值观，

为实现中华民族伟大复兴的中国梦

贡献自己的力量。

重在实践体认和理论学习相结合。教

学内容进一步深化，要求学生深入学

习习近平新时代中国特色社会主义

思想的核心内容，理解“八个明确”

“十四个坚持”等重要理论观点，掌

握中国特色社会主义事业的总体布

局和战略布局。

通过参与社会实践、研究性学习等活

动，学生要对中国特色社会主义事业

有更深刻的实践体验，促进理性认

同，提升政治素质。

20
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公共基础课程主要教学内容与要求

8.1.2 专业课程

包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的

基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；

专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主

干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业

能力的延展课程。

（1）专业基础课程

设置4门。包括：电工基础、人工智能应用、Python程序设计、集成电路制造工艺。

专业基础课程主要教学内容与要求

序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

1
A7102021101

电工基础

通过学习基础物理中的电路分析、

电磁学原理等内容，培养学生掌握

电工技术的基本知识和实验技能，

具备分析、解决电工实际问题的能

力，为未来的电气工程技术领域培

养具备扎实基础和实践能力的学

生。

课程主要介绍电工技术的基础知识

和应用技能，涵盖电路基本原理、直

流电路的安装与检测、单相交流电路

的安装与检测、电机控制电路的安装

与检测等。通过学习这些内容，培养

学生掌握电路分析、电气测量、电气

设备操作与维护等相关技能，为后续

的电工技术学习和职业发展奠定坚

实基础。

40

2
A7102021217

人工智能应用

掌握通过本课程的学习，学生了解

人工智能的基本概念、原理和发展

趋势。理解并应用机器学习、深度

学习等关键技术的基本原理。通过

实验和项目实践，使学生能够运用

所学知识解决实际问题。

人工智能的基本概念、发展历史、应

用领域等，掌握监督学习、非监督学

习、强化学习等基本概念和算法。了

解介绍神经网络、卷积神经网络、循

环神经网络等基础知识；了解数据处

理与分析过程，包括数据清洗、特征

工程、数据分析与可视化等内容。

40

3

A7102051202

Python程序设计
掌握 Python 程序设计语言的基本

知识和使用 Python 语言进行软件

学习 Python 语言的基本语法、数据

类型、控制结构和函数等基础知识，
160

13
A0000001141

公共艺术

通过本课程的学习，学生了解不同

艺术类型的表现形式、审美特征和

相互之间的联系与区别，培养学生

的艺术鉴赏兴趣，提高学生的艺术

鉴赏能力，增强学生对艺术的理解

与分析评判的能力，开发学生的创

造潜能，提高学生的综合素养。帮

助学生树立正确的审美观念，陶冶

高尚的道德情操，培育深厚的民族

情感，促进学生全面发展。

1.通过中外不同体裁、特点、风格和

表现手法的音乐作品，使学生在情感

体验中进一步学习音乐基础知识、技

能与原理。

2.针对基础模块的某一领域进行深

入学习，如音乐中的古典音乐、流行

音乐等，美术中的绘画、雕塑等。

3.引入具有地方特色的民间艺术课

程，通过这些具有地方特色的民间艺

术课程，让学生更深入地了解中国的

传统文化和艺术。

40
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序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

开发的思想和基本方法，进而掌握

程序设计的基本步骤和通用方法，

提高解决实际问题的能力，为今后

进一步使用数据采集和分析等大数

据及人工智能方面的运用打好基

础。

能够独立编写简单的 Python 程序；

理解计算思维和算法设计的基本原

理；学会在团利用 Python 解决实际

问题；了解 Python 在各个领域的应

用。

4

A7104011204

集成电路制造工

艺

掌握集成电路制造全流程核心工艺

原理与流程，熟悉晶圆制备、光刻、

刻蚀、薄膜沉积、掺杂、金属化等

关键工艺技术，了解集成电路制造

设备与工艺规范。具备工艺原理分

析、工艺流程梳理、工艺参数理解

的基础能力，树立集成电路制造工

程理念，熟悉先进制造工艺发展趋

势，为从事集成电路制造、工艺研

发、生产管控等工作奠定专业理论

与实践基础，提升芯片制造领域专

业素养。

讲授集成电路基本制造流程、晶圆加

工基础、氧化、光刻、刻蚀、化学气

相沉积、物理气相沉积、离子注入与

扩散、金属互连、工艺检测与封装测

试等核心内容。要求熟练掌握各关键

工艺原理、工艺流程及工艺影响因

素，理解工艺参数与芯片质量的关

联，能梳理完整制造工艺流程，了解

主流制造设备用途与工艺规范，具备

基础工艺问题分析与工艺流程解读

能力，掌握集成电路制造核心知识

点，契合芯片制造领域基础学习要

求。

120

（2）专业核心课程

专业核心课设置6门。包括：计算机网络基础、电子技术与应用、半导体器件基础、

元器件封装技术、集成电路 CAD 技术、集成电路测试技术。

专业核心课程主要教学内容与要求

序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

1

A7102021209

计算机网络基础

通过本课程的学习，学生掌握计算

机网络的基本概念、新名词、术语

及设计思路和方法技巧，能组建中

型的计算机局域网络，进行网络服

务平台的安装、配置、管理工作，

能对计算机网络进行日常维护。

本课程主要讲授计算机网络方面的

基础知识,系统学习当前应用比较广

泛的实用网络技术及发展，重点介绍

计算机局域网络硬件建设与软件安

装使用、Internet 服务平台的初步组

建等内容。进行计算机网络组建及服

务平台搭建的技能训练

140

2
A7104011208 电

子技术与应用

掌握模拟、数字电子技术基本理论

与核心知识，理解常用电子电路工

作原理，具备电子元器件识别、基

本电路分析与简单电路设计能力。

培养电路搭建、调试与故障排查的

实操技能，树立工程实践意识，能

讲授半导体二极管、三极管基本特

性，放大电路、整流滤波电路、逻辑

门电路、组合与时序逻辑电路等核心

内容。要求熟练掌握基本电路分析方

法，能识读典型电子电路原理图，掌

握常用电子仪器使用方法，完成基础

80
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序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

运用电子技术知识解决简单电子工

程实际问题，为后续专业课程学习

奠定扎实的电子技术理论与实践基

础，提升电子工程领域基础应用与

创新思维能力。

电路焊接、调试实验。理解电路参数

对性能的影响，具备简单电子电路设

计与故障检测能力，掌握理论知识的

同时，强化实践操作规范性，实现理

论与实践深度融合，夯实电子技术应

用基础。

3
A7104011201 半

导体器件基础

深入理解半导体物理基础理论，掌

握二极管、三极管、场效应管等常

用半导体器件的结构、工作原理、

特性参数与应用场景。具备半导体

器件性能分析、选型与应用电路设

计能力，了解半导体器件制造基本

工艺，培养器件原理分析与工程应

用思维，能依据电路需求合理选用

半导体器件，为集成电路设计、电

子系统研发提供器件理论支撑，提

升半导体领域专业基础素养。

讲解半导体特性、PN结工作原理，各

类二极管、双极型三极管、场效应管

的结构、伏安特性、主要参数及等效

电路，分析器件在放大、开关等电路

中的应用。要求掌握半导体器件核心

原理与参数计算方法，能精准分析器

件工作状态，熟练进行器件选型与应

用电路分析，理解器件特性对电路性

能的影响，完成相关特性测试实验，

具备半导体器件基础分析与实操应

用能力，夯实集成电路研发的器件基

础。

80

4
A7104011202 元

器件封装技术

掌握电子元器件封装类型、结构特

点与封装工艺原理，熟悉各类封装

材料性能与封装流程，了解先进元

器件封装技术发展趋势。具备元器

件封装工艺设计、封装质量检测与

封装方案选型能力，培养工程实践

与工艺优化思维，能依据产品需求

制定合理封装方案，解决封装过程

中的常见技术问题，提升电子元器

件封装领域工程实践与技术应用能

力，满足电子制造行业岗位基础需

求。

讲授通孔插装、表面贴装等主流封装

形式，芯片封装、元器件封装工艺流

程，封装材料选型、封装结构设计、

封装可靠性测试等内容。要求熟悉各

类封装技术特点与适用场景，掌握基

本封装工艺操作规范，能识读封装设

计图纸，了解封装质量检测标准与方

法。具备简单封装方案设计与工艺问

题分析能力，熟悉先进封装技术核心

要点，树立封装工艺质量意识，强化

工程实践操作与工艺应用能力。

200

5
A7104011203 集

成电路 CAD 技术

掌握集成电路 CAD 常用软件操作方

法与设计流程，理解集成电路设计

基本原理与设计规则，具备集成电

路原理图绘制、版图设计、仿真验

证基础能力。熟练运用 CAD 工具完

成简单集成电路设计与仿真分析，

了解集成电路设计规范与行业标

准，培养工程设计与软件实操能力，

能借助 CAD 工具开展基础集成电路

设计工作，为集成电路设计与研发

讲解集成电路设计流程、CAD 软件界

面操作、原理图设计、电路仿真、版

图绘制与设计规则检查等核心内容。

要求熟练掌握至少一款集成电路 CAD

软件操作，能独立完成简单数字、模

拟集成电路原理图设计与仿真优化，

遵循设计规则完成版图绘制，掌握设

计验证基本方法。理解集成电路设计

规范，具备基础电路设计、仿真、优

化能力，提升 CAD 工具实操熟练度，

80
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序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

提供软件应用与设计实践支撑。 培养严谨的工程设计思维与问题解

决能力。

6
A7104011206 集

成电路测试技术

掌握集成电路测试基本原理、测试

方法与测试流程，熟悉常用集成电

路测试仪器与测试设备使用，理解

集成电路性能参数测试标准。具备

集成电路功能测试、参数测试、故

障诊断与测试方案制定能力，培养

测试数据处理与结果分析能力，能

规范完成集成电路各项性能测试，

判断集成电路质量与性能优劣，为

集成电路生产、研发与质量管控提

供测试技术与实践能力保障。

讲授集成电路测试基础理论、直流参

数测试、交流参数测试、功能测试、

故障测试与可测性设计技术，讲解测

试仪器操作、测试程序编写与测试数

据处理。要求熟悉各类集成电路测试

流程与测试方法，熟练使用常用测试

设备，掌握测试参数计算与结果分析

方法，能制定基础测试方案，排查测

试过程常见问题。树立集成电路质量

检测意识，具备规范实操与测试结果

判定能力，契合集成电路测试岗位基

础技能要求。

120

（3）专业拓展课程

主要包括：Web前端开发基础、技能理论综合、集成电路封装技术、电子产品设计

及应用等7门课程。

专业拓展课程主要教学内容与要求

序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

1
A7102021221

Web前端开发基础

本课程旨在让学生掌握 Web 前端

开发的基本概念、网页构成原理与

HTML、CSS 基础知识，具备静态网

页搭建、页面样式美化、简单布局

制作的基础实操能力；培养学生规

范编码、界面审美、问题排查调试

的专业素养，树立标准化开发与兼

容适配意识，为后续 JavaScript

交互开发、网站设计及相关岗位学

习打下基础。

课程主要讲授 Web 前端基础知识、

网页开发环境搭建、HTML 常用标签

应用、CSS 基础选择器与样式设置、

网页图文排版、列表表单制作、基础

页面布局以及前端开发规范等内容；

要求学生理解网页运行基本原理，熟

练使用开发工具编写代码，能独立完

成简单静态网页的设计、制作与调

试，遵循编码规范，具备基础页面设

计与前端制作应用能力。

80

2
A7102021210

技能理论综合

旨在整合前期专业基础课程知识与

技能，帮助学生系统掌握电子信息

领域核心理论要点、关键技能应用

逻辑，具备综合运用电子电路、数

据处理、前端基础等知识解决简单

岗位实际问题的能力；培养学生规

范操作、协同协作、故障排查的职

业素养，强化理论联系实际的思维，

提升岗位适配能力，为后续岗位实

习和职业发展筑牢综合基础。

课程主要涵盖电子信息核心理论整

合（电子电路基础、数据认知、前端

开发基础等）、专业技能综合应用、

岗位场景模拟实训、故障排查与问题

解决等内容，衔接前期各单科课程，

侧重知识与技能的融会贯通；要求学

生熟练掌握核心理论要点，能综合运

用所学技能完成简单专业任务，具备

基础的岗位实操、故障分析及应急处

理能力，养成规范操作、严谨务实的

100
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序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

职业习惯。

3
A7104011205

集成电路封装技术

掌握集成电路封装的核心原理、工

艺流程与技术规范，熟悉主流封装

类型、结构设计及封装材料特性，

了解先进封装技术发展方向。具备

集成电路封装方案选型、工艺流程

分析、封装可靠性评估的基础能力，

树立封装工程与质量管控意识，能

解读封装工艺图纸、解决基础封装

技术问题，为集成电路封装工艺操

作、设计及生产管理工作筑牢专业

基础，提升芯片封装领域工程实践

素养。

讲授集成电路封装工艺流程、封装结

构设计、封装材料选型、晶圆减薄划

片、键合、塑封、测试分拣等核心内

容，涵盖 DIP、SOP、BGA、QFN 等典

型封装形式。要求掌握各类封装技术

原理、工艺要点与适用场景，熟悉封

装设备操作规范，理解封装可靠性测

试方法，能分析封装工艺影响因素，

具备基础封装流程实操与工艺问题

排查能力，严守封装工艺标准，契合

集成电路封装岗位核心技能要求。

120

4
A7104011207电子

产品设计及应用

掌握电子产品全流程设计方法、研

发流程与工程应用规范，熟悉电路

设计、元器件选型、样机制作与调

试的核心知识，具备简易电子产品

方案设计、电路绘制、实物制作与

功能优化能力。培养工程设计思维、

实践创新能力与产品化理念，能依

据需求完成电子产品从设计到落地

的基础工作，提升电子产品研发、

调试与应用推广的综合素养，为电

子产品设计与工程应用工作奠定扎

实基础。

讲授电子产品设计流程、方案论证、

电路原理图与 PCB 设计、元器件选型

采购、样机焊接组装、功能调试与性

能优化、产品测试认证等内容。要求

熟练掌握电路设计软件基础操作，能

完成简易电子产品电路设计与 PCB版

图绘制，规范完成产品组装与调试实

验，具备产品故障排查与性能改进能

力，理解电子产品设计规范与安全标

准，强化理论结合实践的产品研发与

工程应用能力。

100

5

A7104011280

半导体工艺创

新与小项目设

计

本课程立足集成电路产业发展需

求，落实立德树人育人目标，培养

学生严谨求实的工匠精神与创新思

维。使学生掌握半导体主流工艺的

优化思路与小型项目设计基本方

法，熟悉工艺改良、参数调试、简

易器件设计的基本流程。能够结合

生产实际发现工艺痛点，具备初步

的工艺改进、方案设计与实操创新

能力，提升学生专业综合素养、岗

位适配能力和创新创业意识，适应

半导体产业高质量发展对技能创新

型人才的需求。

本课程主要讲解半导体薄膜、刻蚀、

掺杂、光刻等基础工艺的创新优化原

理，介绍常见工艺缺陷的改良方法。

讲授小型半导体器件、简易芯片单元

的项目设计流程、方案撰写、参数调

试及仿真验证方法。结合企业真实生

产案例开展实训项目，指导学生独立

完成工艺优化小设计、问题整改小项

目。要求学生遵守实训规范，具备工

艺分析、方案设计、成果总结能力，

培养精益求精、敢于创新、善于攻坚

的职业素养。

100

6 A7104011281
本课程坚持立德树人根本任务，聚

焦微电子行业安全生产与法治规范

本课程主要讲授半导体洁净车间安

全管理、设备操作安全、化学品使用
100
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序

号
课程代码及名称 课程目标 主要教学内容和要求

参考

学时

集成电路产业

安全与法规

要求。使学生系统掌握半导体生产

安全规范、车间操作安全准则及集

成电路行业相关法律法规。树立安

全第一、遵纪守法、诚信敬业的职

业理念，熟悉芯片制造、封装测试

全流程风险隐患与防控措施。具备

识别生产安全隐患、规避岗位操作

风险、依法依规从业的能力，养成

规范、严谨、负责的职业习惯，适

配集成电路企业安全生产岗位从业

要求。

安全、静电防护、无尘作业规范等安

全生产知识。解读集成电路产业行业

规范、生产从业法规、知识产权保护、

行业保密制度及安全生产规章制度。

结合车间事故案例、违规操作典型案

例开展警示教育。要求学生掌握岗位

安全操作要点，具备风险排查与应急

处置能力，严格遵守行业法规与企业

制度，树立底线思维、法治思维和安

全生产责任意识。

7

A7104011282

半导体生产质

量管控

本课程围绕半导体产业高品质生产

需求开展教学，培养学生精益求精

的工匠精神与质量把控意识。使学

生掌握芯片制造、封装测试过程中

的质量标准、管控流程与常见质量

缺陷成因。熟练掌握基础质量检测

方法、数据统计分析及制程管控手

段，具备岗位质量自查、缺陷识别、

问题分析与初步整改能力。树立质

量为本、严谨细致的职业理念，满

足集成电路企业品质管控与标准化

生产岗位技能要求。

本课程主要讲授半导体生产质量管

理体系、制程质量管控要点、芯片外

观与电性质量标准、工序质量检验规

范。讲解常见工艺缺陷、产品不良类

型、产生原因及改善对策，教授基础

质量统计方法、质检数据记录与分析

技巧。结合产线真实不良品案例开展

实训分析，训练学生缺陷识别、质量

判定、问题溯源能力。要求学生严格

按照行业标准开展质检实操，养成严

谨规范、精益求精的工作作风，具备

基础品质管控岗位履职能力。

100

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、

社会实践活动等形式， 公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行数据采集与标注、数据处理与可视化等实训，包括单项技能实训、综合

能 力实训、生产性实训等。

（2）实习

在互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等行业的大数据技术应用企业进行实

习， 包括认识实习和岗位实习。学校建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导

教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，注重理论与实践一体化教学。

学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。

严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校坚守立德树人根本任务，紧扣为党育人、为国育才初心，统筹思政课程与专业课

程协同育人，立足国家半导体与集成电路战略性产业发展需求，构建具有微电子技术与器

件制造专业辨识度的课程思政育人体系。
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强化思政课程政治铸魂与价值领航效能，将党史、新中国史、改革开放史、社会主义

发展史深度融入课堂教学。结合我国半导体产业发展奋斗历程、国产芯片自主化攻坚成就、

关键核心技术突破事迹开展思政浸润教育，引导学生深刻认识微电子产业“卡脖子”技术

攻坚的时代意义，树立科技报国、实业强国、自立自强的家国情怀与正确的职业价值观。

全面推进课程思政落地实施，落实全员、全过程、全方位育人要求。深度深挖半导体

材料制备、电子器件制造、集成电路工艺、芯片封装测试、半导体设备运维、微纳加工技

术等核心课程中的思政元素，将科技自立自强、工匠精神、精密严谨、精益求精、严守工

艺、质量为本、产业担当、诚信敬业等思政素养，全面融入理论讲授、工艺实操、精密实

验、产线实训、项目研发全过程，实现思想政治教育与微电子技术技能培养的有机统一、

同向融合、协同育人。

系统化开设本专业特色拓展课程与专题研学活动。常态化开展产业安全教育与警示教

育，结合半导体生产工艺安全事故、洁净车间操作违规案例、芯片工艺缺陷导致的产业损

失、精密制造失误典型案例开展剖析教学，培养学生严谨规范、一丝不苟的职业素养；增

设微电子行业社会责任、绿色半导体制造、节能低碳芯片工艺、工业环保生产等特色教学

内容；围绕新一代信息技术、数字经济、集成电路产业政策、半导体现代化企业生产管理

开展专题讲座；全覆盖开展专业创新创业教育，聚焦半导体器件改良、小型芯片项目创新、

工艺优化创新开展实战指导。结合专业办学特色，自主开设国产半导体设备应用、集成电

路产业法治规范、芯片国产化攻坚发展史等特色校本课程。

依托专业特色搭建实践育人平台，常态化组织半导体科普进校园、芯片技术惠民宣讲、

微电子产业志愿服务等公益实践活动；积极开展半导体工艺技能比武、匠心工匠主题德育

活动、集成电路企业产线德育实训、国产芯片产业红色研学等实践育人活动。以思政铸魂

育人、以精工锤炼本领，着力培养政治立场坚定、职业操守优良、工艺技能精湛、作风严

谨细致、勇于担当时代使命，主动服务国家集成电路与微电子产业高质量发展的高素质技

术技能人才。

8.2 学时安排

每学年为 52 周，其中教学时间 40 周（含复习考试），累计假期 12 周，岗位实习

按每周 30 学时安排，3 年总学时为 3600学时。20学时折算 1 学分。入学教育与军训、

校园实训活动、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分（德育学分）。

公共基础课程学时1540学时，专业课程学时1460学时。校外企业岗位实习一学期600
学时。实践性教学学时占总学时50%以上。

（1）教学学分分配

表：教学活动学时分配表 （单位：学时）

学年 学期 公共基础课 专业基础课 专业核心课 专业拓展课 顶岗实习 合计

Ⅰ
1 340 40 220 0 0

2 280 40 280 0 0

Ⅱ
3 360 80 80 80 0

4 420 80 0 100 0

Ⅲ
5 140 120 120 220 0

6 0 0 0 0 600

合计 1540 360 700 400 600 3600

占比 42.8% 10% 19.4% 11.1% 16.7%
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（2）专业教学进程表

（710401）微电子技术与器件制造 专业教学进程表

类别：中专 学制：三年 办学形式：全日制

课程

类别
序号 课程代码 课程名称

必/选
修

总课

时

理论

课时

实践

课时

按学期按排周课时 考试

考查

学分

第一学年 第二学年 第三学年

第一学

期
第二学期

第一学

期
第二学期

第一学

期

第二学

期 考试 考查

20周 20周 20周 20周 20周 20周

公

共

基

础

课

1 A0000001130 语文 必修 280 280 0 3 3 4 4 1-4 14

2 A0000001110 数学 必修 240 240 0 2 2 4 4 1-4 12

3 A0000001120 英语 必修 240 240 0 2 2 4 4 1-4 12

4 A0000001148 信息技术基础 必修 120 20 100 4 2 1-2 6

5 A0000001146 中国特色社会主义 必修 40 40 0 2 1 2

6 A0000001143 心理健康与职业生涯 必修 40 40 0 2 2 2

7 A0000001144 哲学与人生 必修 60 60 0 3 3 3

8 A0000001145 职业道德与法治 必修 80 80 0 4 4 4
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课程

类别
序号 课程代码 课程名称

必/选
修

总课

时

理论

课时

实践

课时

按学期按排周课时 考试

考查

学分

第一学年 第二学年 第三学年

第一学

期
第二学期

第一学

期
第二学期

第一学

期

第二学

期 考试 考查

20周 20周 20周 20周 20周 20周

9 A0000001002 养成教育课 必修 100 100 0 1 1 1 1 1 1-5 5

10 A0000001140 体育与健康 必修 200 40 160 2 2 2 2 2 1-5 10

11 A0000001147 历史 必修 80 80 0 2 2 4-5 4

12
A0000001150 习近平新时代中国特

色社会主义思想学生

读本

必修 20 20 0 1 1 1

13 A0000001141 公共艺术 必修 40 40 0 2 5 2

公共基础课程小计 1540 1280 260 17 14 18 21 7 0 77

专

业

基

础

14 A7102021101 电工基础 必修 40 30 10 2 1 2

15 A7102021217 人工智能应用 必修 40 10 30 2 2 2

16 A7102051202 Python程序设计 必修 160 40 120 4 4 3-4 8
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课程

类别
序号 课程代码 课程名称

必/选
修

总课

时

理论

课时

实践

课时

按学期按排周课时 考试

考查

学分

第一学年 第二学年 第三学年

第一学

期
第二学期

第一学

期
第二学期

第一学

期

第二学

期 考试 考查

20周 20周 20周 20周 20周 20周

课 17 A7104011204 集成电路制造工艺 必修 120 40 80 6 5 6

专业基础课程小计 360 120 240 2 2 4 4 6 0 18

专

业

核

心

课

18 A7102021209 计算机网络基础 必修 140 100 40 7 1 7

19 A7104011208 电子技术与应用 必修 80 20 60 4 1 4

20 A7104011201 半导体器件基础 必修 80 40 40 4 2 4

21 A7104011202 元器件封装技术 必修 200 40 160 6 4 2-3 10

22 A7104011203 集成电路 CAD 技术 必修 80 20 60 4 2 4

23 A7104011206 集成电路测试技术 必修 120 40 80 6 5 6

专业核心课程小计 700 260 440 11 14 4 0 6 0 35
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课程

类别
序号 课程代码 课程名称

必/选
修

总课

时

理论

课时

实践

课时

按学期按排周课时 考试

考查

学分

第一学年 第二学年 第三学年

第一学

期
第二学期

第一学

期
第二学期

第一学

期

第二学

期 考试 考查

20周 20周 20周 20周 20周 20周

专

业

拓

展

课

24 A7102021221 Web前端开发基础 必修 80 20 60 4 3 4

25 A7102021210 技能理论综合 必修 100 60 40 5 4 5

26 A7104011205 集成电路封装技术 必修 120 20 100 6 5 6

27 A7104011207
电子产品设计及应

用

选修 100 20 80 5 5 5

28 A7104011280
半导体工艺创新与

小项目设计

29 A7104011281
集成电路产业安全

与法规

30 A7104011282
半导体生产质量管

控

专业拓展课程小计 400 120 280 0 0 4 5 11 0 20
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课程

类别
序号 课程代码 课程名称

必/选
修

总课

时

理论

课时

实践

课时

按学期按排周课时 考试

考查

学分

第一学年 第二学年 第三学年

第一学

期
第二学期

第一学

期
第二学期

第一学

期

第二学

期 考试 考查

20周 20周 20周 20周 20周 20周

技能

训练
28 岗位实习 600 0 600 30 6 30

合 计 3600 1780 1820 32 33 30 30 31 30 180

其 他

教 育

与 活

动

入学教育与军训 1周 1周 1

校园酒店实训 3周 3周 3

毕业鉴定 1周 1周 1

其他教育与活动小计 5周 1周 3周 1周 5
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9 师资队伍
依照《中等职业学校教师专业标准》，我校多措并举完善师资建设机制，科学统

筹调配教师资源，优化队伍整体结构。现有专任教师30人，双师型教师15名，占比50%，

配备省级学科带头人1名，同时聘请4名企业技术能手、行业工匠担任兼职教师，构建

层级合理、专兼互补的师资梯队。

学校严守师德建设底线，将师德考评纳入各项考核核心标准，引导教师恪守育人

准则，树立终身学习理念。建立常态化企业实践制度，要求专职教师每两年累计下企

业实践不少于2个月，助力教师熟知行业岗位实际情况。依托骨干引领作用，搭建教研

教改平台，健全培养与激励体系，推动教师主动革新教学模式、打磨课程内容，不断

强化专业教学与实操指导能力，稳步打造综合素质过硬的专业师资队伍。

（1）省级专业学科带头人介绍

杜勤英，厦门工商旅游学校信息工程部教学主任，正高级讲师，福建省职业院校

首批专业带头人（计算机类）、厦门市学科带头人，深耕中职信息技术教育三十余年，

是省内知名的职教数字化教学专家与技能竞赛金牌导师。

（2）专业教师列表

专业教师列表

序号 姓名 专业技术职务 毕业院校及专业 获得的学历/学位
是否双师型

教师

1 杜勤英 正高级讲师
厦门大学

应用数学
本科/理学学士 是

2 江慧娟 高级讲师
福建师范大学

计算机科学与技术专业
本科/理学学士 是

3 张琳 高级讲师
福州大学

计算机科学与技术
大学本科/工学学士 是

4 周晓虹 高级讲师
厦门大学

计算机应用专业
大学本科/工学硕士 是

5 刘钦涛 高级讲师
厦门大学

科学仪器工程学
本科/工学学士 是

6 韩竹萍 高级讲师
陕西科技大学

机械设计及理论
研究生/工学硕士 是

7 杜雁 高级讲师
华东师范大学

教育信息技术专业
本科/理学学士 否

8 陈宗林 高级讲师
福州大学

计算机及应用
本科/工学学士 否

9 戴燕凤 讲师
华中师范大学

信息管理与信息系统
本科/理学学士 是

10 杨景田 讲师
首都师范大学

现代教育技术
研究生/教育硕士 是

11 蔡伟巍 讲师
厦门理工学院

软件工程
本科/工学学士 是

12 于男 讲师
华中师范大学

现代教育技术
研究生/教育学硕士 是
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序号 姓名 专业技术职务 毕业院校及专业 获得的学历/学位
是否双师型

教师

13 王春明 讲师
北京交通大学

通信工程专业
本科/工程硕士 否

14 孙秋芳 讲师
厦门大学

软件工程
本科/工程硕士 是

15 车志毅 讲师
福建师范大学

计算机科学与技术
研究生/教育硕士 否

16 黄凯丽 助理讲师
南京邮电大学

电子与通信工程专业
研究生/工学硕士 否

17 林真月 助理讲师
厦门理工学院

计算机科学与技术

本科/工学学士
是

18 陈悦 助理讲师
厦门大学

软件工程

本科/工学学士
是

19 戴晓莲 助理讲师
福建工程学院

网络工程
本科/工学学士 是

20 张龙佳 助理讲师
海南师范大学

计算机科学与技术
本科/理学学士 否

21 肖佳妮 助理讲师
首都师范大学

教育技术学
本科/教育学学士 是

22 王丹婷 助理讲师
仰恩大学

网络工程
本科/工学学士 否

23 曾晟 助理讲师
天津职业技术师范大学

教育技术学
研究生/理学硕士 否

24 林津航 助理讲师
厦门工学院

软件工程
本科/工学学士 否

25 周舒清 助理讲师
中南大学

控制科学与控制工程
研究生/工学硕士 否

26 李博丞 助理讲师
天津职业技术师范大学

计算机科学与技术专业
本科/工学学士 否

27 周凯华 助理讲师
福州大学

计算机科学与技术
本科/工学学士 否

28 苏钰涵 助理讲师
西南大学

计算机科学与技术
本科/工学学士 否

29 吕希仲 助理讲师
华侨大学

计算机技术
研究生/工程硕士 否

30 赖诗霞 助理讲师
福建师范大学

教育技术学
本科/理学学士 否
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（3）兼职教师列表

序号 姓名 专业技术职务 擅长授课 任教职责

1 张建华
芯片工艺高级

工程师

半导体基础工艺、光刻刻蚀制

程、微纳加工技术

主讲工艺类核心实训课程，

指导车间实操训练，讲解产

线真实工艺流程，传授一线

工艺调试实操经验。

2 林楚峰
封装测试技术

主管

芯片封装工艺、芯片检测技

术、器件失效分析

承担封装测试类课程教学，

负责实训设备实操指导，结

合企业质检标准开展案例教

学，助力学生贴合岗位标准。

3 王绍明
设备运维高级

技师

半导体生产设备操作、洁净车

间运维、设备故障排查

负责设备类课程与实训教

学，规范车间安全操作流程，

讲解国产设备应用要点，提

升学生设备实操与维保能

力。

4 陈欣瑶
质量管控工程

师
质量管控工程师

讲授质量管控、行业规范相

关课程，开展安全警示教育，

指导工艺创新小项目，培育

学生质量意识与职业合规素

养。

10 教学条件

10.1 教学方法

贴合微电子技术与器件制造精密化、制程化、工艺实操、器件调试、芯片制备的

专业特点，适配本专业三门选修课程教学，兼顾课堂理论原理讲解与车间实训实操落

地，结合半导体产线岗位工作模式，推荐以下特色教学方法：

（1）项目驱动教学法：以半导体晶圆清洗、薄膜沉积、光刻刻蚀、器件封装测试、

微电路制版调试等真实微电子产线工程项目为核心载体，将完整芯片制备、元器件制

造工艺流程拆解为模块化细分任务。组织学生以小组为单位，依次完成工艺方案设计、

参数配比调试、标准化制程操作、成品性能检测、工艺整改验收全流程学习，完全贴

合半导体制造企业岗位实际工作流程，帮助学生建立完整的微电子工程制程思维，熟

练掌握核心工序操作要点。

（2）虚实结合仿真教学法：借助半导体工艺仿真、微器件设计仿真、版图设计仿

真专业软件，模拟晶圆加工、光刻曝光、离子注入、器件失效、电路导通等抽象工艺

场景与微观工作原理。学生先通过仿真平台完成工艺参数调试、制程漏洞排查、器件

结构优化，攻克微电子专业微观原理抽象、实体设备昂贵、精密设备操作门槛高、实

训耗材损耗大的教学痛点，突破实训场地、高端设备数量不足的限制，夯实理论基础

后，再进入实训车间开展实体设备实操训练，实现虚拟仿真预习与实体精准实操的高

效结合。

（3）岗位情景模拟教学法：复刻半导体制造车间、微电子检测实验室、器件研发

调试工位的真实职场场景，对标行业岗位标准，划分工艺操作员、版图设计师、参数

调试员、性能质检员、制程运维员等岗位开展角色扮演。严格遵循半导体行业安全生

产规范、工艺操作标准、质量检测体系开展实训作业，让学生熟悉企业标准化作业流
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程，养成精密化、规范化、精细化的职业操作习惯，同时提升职场协作、工艺对接、

问题汇报的职业综合能力。

（4）任务分层递进教学法：立足学生理论基础、动手操作能力的差异化特点，设

置基础、提升、拓展三层阶梯式实训任务，适配不同学生学习进度。基础层聚焦核心

认知与基础操作，掌握半导体原材料识别、实训设备认知、基础工艺步骤、简单器件

参数读取；提升层要求学生独立完成完整单项制程工艺，如基础光刻工艺、简单元器

件封装、常规电路调试；拓展层侧重高阶能力培养，可独立优化工艺参数、排查制程

缺陷、分析器件失效原因、完成微型电路改版优化，实现分层教学、因材施教，全面

覆盖不同层次学生的成长需求。

（5）案例剖析教学法：精选行业真实微电子工艺故障、器件质量问题典型案例，

包括光刻图形畸变、薄膜沉积厚度不均、晶圆污染、器件漏电失效、封装虚焊、微电

路参数异常等常见产线问题。课堂上拆解故障成因、溯源工艺漏洞、对照理论知识点

分析问题核心，分组研讨最优整改方案与预防措施，将半导体物理、器件原理、工艺

技术等理论知识深度融入问题分析与解决全过程，有效提升学生的工艺故障诊断、问

题处置、工艺优化的专业核心能力。

（6）小组协作实训法：参照半导体企业班组作业模式，以固定小组为实训单位开

展综合性微电子制程项目实训。小组内部明确分工，分别负责工艺方案规划、设备参

数调试、制程实操执行、成品检测核验、实训数据记录与整改优化，协同完成完整的

元器件制备、电路调试、工艺优化项目全流程。在实训过程中强化学生团队分工协作、

工艺对接配合、问题协同整改的能力，适配企业规模化、团队化的生产作业模式，贴

合行业岗位用人需求。

10.2 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室

和实习实训基地。

10.2.1 校内实训室

本专业配备校内实训实习室和校外实训基地。校内实训实习必须具备信息技术基

础、网络配置与管理实训、网络安全实训室、网络布线实训室、人工智能实训室等实训室，

主要实训设施设备及数量见下表。

序

号

实训室名称

（主要设施设备）

实训室数量

（间）
主要功能 工位数

电脑总量

（台）

1

电工电子基础实训室

（电工实训台、交直流

电源、万用表、示波器、

函数信号发生器、电子

实验箱、电路组装调试

套件、安全防护设备、

元器件识别实训套件）

1

电工基础、电子技术与应用、电子

产品设计及应用、技能理论综合

60 60
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序

号

实训室名称

（主要设施设备）

实训室数量

（间）
主要功能 工位数

电脑总量

（台）

2

智能编程与网络技术实

训室

（高性能实训计算机、

Python 编程实训平台、人

工智能实训套件、网络交

换机、路由器、综合布线

实训设备、Web 前端开发

实训环境、编程仿真软

件）

1

Python 程序设计、人工智能应用、

计算机网络基础、Web 前端开发基

础、技能理论综合

60 60

3

集成电路制造工艺仿真

实训室（集成电路工艺仿

真系统、晶圆认知实训平

台、微纳加工仿真软件、

半导体工艺参数调试系

统、工艺缺陷模拟设备、

实训教学一体机）

1 集成电路制造工艺、半导体器件基

础、半导体工艺创新与小项目设计

60 60

4

集成电路封装与测试实

训室（芯片划片设备、固

晶键合实训机、塑封成型

设备、集成电路测试仪

器、电性参数检测仪、器

件失效分析设备、精密显

微镜）

1 元器件封装技术、集成电路封装技

术、集成电路测试技术、半导体器

件基础

60 60

5

集成电路设计与质量安

全管控实训室（集成电路

CAD 设计软件、电路仿真

设计平台、质检数据分析

系统、安全生产实训模拟

平台、行业法规教学系

统、质量管控实训套件）

1 集成电路 CAD 技术、半导体生产质

量管控、集成电路产业安全与法

规、半导体工艺创新与小项目设计

60 60

10.2.2 校外实训基地

该专业学生毕业综合实习，安排于厦门各相关企业进行，如：华为 ICT 学院实

践基地、厦门网中网软件有限公司、厦门正航软件科技有限公司等。学生在毕业实习

中通过专业技能培训，在公司技术人员指导下进行实习。

（1）基地硬件设备配置

实训方向 核心设备清单 技术参数要求

半导体器件测试分析 半导体参数分析仪（30 台）；

数字示波器（60 台）；函数信

号发生器（60 台）

分析仪支持 I-V/C-V 特性曲线测试；

示波器带宽≥200MHz，采样率≥

1GSa/s，可观测器件动态特性
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实训方向 核心设备清单 技术参数要求

集成电路设计与仿真 高性能 EDA 工作站（60 台）；

Cadence/Altium 设计软件（授

权 60 节点）；Modelsim 仿真平

台（30 套）

工作站配置 Intel Core i7 处理器、

32GB 内存；软件支持原理图绘制、电

路仿真与版图 DRC/LVS 验证

晶圆工艺与封装基础 台式光刻机（30 台）；等离子

刻蚀机（15 台）；真空热压键

合机（15 台）；塑封成型设备

（15 台）

光刻机最小线宽≤1μm，支持掩模对

准；刻蚀机可实现干法刻蚀工艺，满

足微纳结构制备要求

集成电路测试与验证 数字逻辑分析仪（30 台）；高

速信号发生器（30 台）；自动

测试系统（ATE）实训平台（15

套）

逻辑分析仪通道数≥32，采样率≥

1GSa/s；ATE 支持功能测试、直流/交

流参数测试与故障定位

先进封装与可靠性测试 3D 封装键合机（15 台）；X-Ray

检测设备（10 台）；高低温湿

热试验箱（10 台）；振动试验

台（5 台）

键合机支持倒装焊与引线键合；X-Ray

设备分辨率≤5μm，可检测封装内部

缺陷；试验箱温度范围-40℃~125℃

（2）校企共建机制

学期分配：每学期设置2-3周集中校外实训，三年级开展6个月顶岗实习。

考核机制：采用"企业导师评分（60%）+学校教师评分（40%）"双轨制考核。

师资保障：校企联合组建教学团队，企业工程师参与实训课程设计与指导。

（3）实训项目与支撑课程

阶梯式实训项目设计：

阶段 实训项目 支撑课程 实践目标

基础层 1. 半导体器件特性测

试与分析 2. 简单数字

/模拟电路设计与仿真

《半导体器件基础》、

《电子技术与应用》、

《集成电路 CAD 技术》

掌握半导体器件特性测试方

法，能独立完成基础电路设计、

仿真与结果分析，夯实器件与

电路理论基础

进阶层 1. 小规模集成电路版

图设计与验证 2. 晶圆

工艺与基础封装流程实

操

《集成电路制造工艺》、

《元器件封装技术》、

《集成电路 CAD 技术》

具备集成电路版图绘制、

DRC/LVS 验证能力，掌握晶圆

加工与基础封装工艺流程，理

解工艺与电路性能的关联

综合层 1. 集成电路测试方案

设计与实施 2. 企业级

芯片应用系统集成调试

《集成电路测试技术》、

《电子产品设计及应

用》、《集成电路封装

技术》

能主导集成电路功能与参数测

试项目，完成芯片级到系统级

的集成调试，实现芯片应用系

统的功能验证与优化
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阶段 实训项目 支撑课程 实践目标

创新层 1. 先进封装可靠性评

估与改进 2. 基于集成

电路的创新应用设计

《集成电路封装技术》、

《集成电路测试技术》、

《专业拓展课程》

具备先进封装方案设计与可靠

性分析能力，能结合行业需求

完成集成电路创新应用开发，

培养工程创新与解决复杂问题

的能力

10.3 教学资源

10.3.1 教材选用

（1）原则上选用十三五或十四五规划教材、校本教材。要求根据网络安全的工作

过程，将本专业职业活动分解成若干典型的工作项目，按完成工作项目的需要和岗位

操作规程，结合职业技能证书考证组织教材内容。

（2）教材内容体现先进性、通用性、实用性，要将本专业新技术、新工艺、新设

备及时引进教学内容入教材。

（3）项目设计要并具有可操作性。

10.3.2数字化资源库

根据专业课程标准，以“必需、够用，兼顾发展”的原则，编写配套的理实一体

化教材，同时与校企合作企业、相关技术开发单位，共建精品课程和数字化资源库。

该数字化资源库包括《计算机网络基础》、《电子技术与应用》等核心课程的课程标

准、教师用PPT文件、试题库等。形成专业图片库、教学文件资料库、电子教案与课

件库、教学视频、试题库等内容丰富的专业资源库。以学校的数字网络建设为基础，

形成师生共享、学生自主学习的教学资源平台，方便学习者自主学习、查询、资源下

载，达到教学资源共享目的。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改

进结 果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及

时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程

标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通

过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、

日 常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，

建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期

开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，

利 用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、

技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
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11.2 毕业要求

具有正式学籍的学生达到以下要求，准予毕业：

（1）学生应具有正确的思想政治觉悟，具有良好的道德品质、敬业精神和就业素养，

遵纪守法，操行合格，无不良操行记录；

（2）学生综合素质总评合格，德育学分达到 20 学分；

（3）修满专业课程计划规定的必修课程，课程学分总数达到教学计划中公共基础课和

专业技能课规定的学分；

（4）专业核心课程成绩合格；

（5）中职学业水平考试成绩合格；

（6）获取相应职业资格证书或技能等级证书；同时获取得全国计算机一级等级证书

（7）校本课程、实习、军训、劳动教育考核合格，取得相应学分；

（8）上级教育行政主管部门对毕业生资格审定的其他要求。

12 办学特色

学校坚守立德树人根本任务，紧扣为党育人、为国育才初心，统筹思政课程与专业课程

协同育人，立足国家集成电路、半导体战略性新兴产业发展需求，聚焦芯片自主可控、关键

技术攻坚的国家战略布局，构建具有微电子技术与器件制造专业鲜明辨识度的课程思政育人

体系。

一、构建专业特色思政育人体系

学校坚守立德树人根本任务，紧扣为党育人、为国育才初心，统筹思政课程与专业课程

协同育人。立足国家集成电路、半导体战略性新兴产业发展需求，聚焦芯片自主可控、关键

核心技术攻坚国家战略布局，打造适配微电子产业发展、具有本专业鲜明辨识度的全员、全

过程、全方位课程思政育人体系。

二、强化思政课程政治铸魂与价值引领

将党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史有机融入课堂教学。结合我国半导体

产业艰苦奋斗发展历程、国产芯片自主突围成果、关键工艺技术突破事迹开展思政浸润教育，

引导学生深刻认识微电子产业核心战略地位，明晰破解产业“卡脖子”难题、实现科技自立

自强的时代责任，树立科技报国、匠心筑芯、实业强国的家国情怀和正确职业价值观。

三、推进专业课课程思政深度融入落地

深度挖掘半导体材料制备、光刻刻蚀工艺、薄膜掺杂技术、集成电路制造、芯片封装测

试、半导体设备运维、器件失效分析、制程质量管控等核心课程思政元素。将爱国担当、自

主创新、精工严谨、精益求精、严守规范、质量至上、安全合规、敬业笃行等思政素养，融

入理论讲授、工艺实操、精密实验、产线实训、项目改良、顶岗实践全过程，实现思政教育

与专业技能培养同向融合、协同育人。

四、开设专业特色拓展课程与专题研学活动

常态化开展产业安全警示教育，结合洁净车间违规操作、化学品使用不当、静电防护失

效、工艺参数失误、芯片制程缺陷等真实行业案例剖析教学，培养严谨规范的职业素养。增

设绿色低碳半导体制造、节能洁净生产、环保制程工艺等教学内容；开展集成电路产业政策、

现代企业管理专题讲座；开展工艺优化、器件改良、制程增效等创新创业实战指导。开设国

产半导体设备应用、集成电路产业法规、芯片国产化发展史等特色校本课程。

五、搭建专业特色实践育人平台

常态化开展半导体科普进校园、国产芯片技术宣讲、微电子惠民科普、社区电子设备维

护等志愿服务。积极组织半导体工艺技能比武、芯片工匠主题德育活动、集成电路企业产线
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实训、国产半导体产业红色研学等实践活动。以思政铸魂、精工赋能，培育政治坚定、守法

合规、操守优良、技能精湛、作风严谨，能够主动服务国家集成电路产业高质量发展的高素

质技术技能人才。

13 主要接续专业

（1）高职专业

电子信息工程技术、微电子技术、集成电路技术、电子制造技术与设备、智能控制

技术、物联网应用技术、计算机应用技术、工业机器人技术、光电信息技术、智能产品

开发与应用。

（2）本科专业

微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、电子科学与技术、

通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程、自动化、计算机科学与技术。
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